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1. 緒　言

　現在，科学技術の発展に伴う電子機器の大量生産によっ
てプリント配線板の生産量は日に日に増加している。ま
た，小型化，高性能化に伴い電子機器 1台に搭載される半
導体 ICチップ数も増え，携帯電話を例に挙げると，1台あ
たり約 20個もの半導体チップが搭載されている。
　プリント配線板と半導体 ICチップとの電気的接続法の一
つにワイヤボンディングがある。配線板表面のワイヤボン
ディングを行う接続端子には通常，金めっきが施される。
このとき，金めっき皮膜中の金純度が高いほどワイヤーの
接続強度も高くなり，製品は高い長期寿命信頼性を得るこ
とができるが，実際のプリント配線板製造工程において，
めっき浴中に不純物を持ち込まないというのは不可能に近
いのが現状である 1)～3)。
　特に金のワイヤボンディングではめっき浴に銅不純物が
混入することで金表面が汚染され，ボンディング強度を低
下させると考えられているが，具体的にどの程度不純物が
混入すれば強度が低下するのか，どのように汚染されてい
るのかなどは現場の経験則によって決定されることが多
い。現在，浴中のより効果的な不純物除去法がないか研究
されている。そこで本研究では，異なる電位で金めっき浴
中の銅不純物除去を定電位電解除去により行い，電解採取
後の採取電極を溶解して ICP発光分光分析により採取物の
定性・定量を行った。

2. 実験方法

2.1	 定電位条件下での電解採取条件 4),5)

　純粋な金めっき浴であるシアン化第一金カリウム系中性
金めっき浴（以後 0 ppm浴と称す）に，硫酸銅 5水和物
(CuSO4・H2O)を用いて，銅イオンをそれぞれ 10, 20 ppm含
有した金めっき浴（それぞれ 10 ppm浴，20 ppm浴）を調
製，使用した（Table 1参照）。
　測定試料の種類は，実際の電解除去による銅回収効果に
ついて検討を行うため 10 ppm浴，20 ppm浴 (300 ml)にて，
浴温は 25°Cに設定した。他の実験条件については，対極
に Pt板，参照電極に飽和Ag/AgCl，作用極にあらかじめス
トライク金めっきを施したNi板を用いた。本研究では，作
用極のNiと浴中の金との置換めっきが起こると，イオン化
傾向からNiが浴中に溶け出し，浴中における不純物濃度が
高くなってしまう。
　そのためNi表面とめっき浴との反応ではなく，金表面と
浴との反応を見る必要があるので金ストライクめっきを行っ
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Abstract
There are so-called wire bonding methods to electrically connect semiconductor IC chips and printed 

wiring boards. Typically, gold plating is applied to the connection terminal pad on the wiring board, and 
the higher the purity of the plated gold film, the higher the connection strength of the wire and the better 
the long term reliability. But in the process of manufacturing printed wiring boards, it is impossible to 
completely avoid impurities in the plating bath. In this study, we removed impurities in the gold plating 
bath using constant potential electrolysis at several different electrode potentials, and we discuss the 
performance of this technique for the removal of impurities in the gold plating bath.
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Table 1. Basic composition of the bath for gold plating

K〔Au (CN)2〕 6～6.5 g (0.04 mol/dm3)

C6H5K3O7 0.15 mol/dm3

C6H8O7 0.05 mol/dm3

Tl2SO4 1.98 × 10-4 mol/dm3

pH 6.1～6.4

Relative density 1.1～1.2 g/ml


